1.  Наименование платы -
2.  Количество плат в заказе -
3.  Срок изготовления (дата поставки) -
4.  Контактная информация: телефон/e-mail представителя заказчика,
    к которому обращаться при необходимости
5.  Технические параметры:
    1)  Количество слоев -
    2)  При условии многослойной платы - указать расположение слоев
        в плате
    3)  Количество слоев масочного покрытия -
           а)  если слой маски один - указать сторону платы,
               покрываемую масочным покрытием (TOP или BOTTOM) -
           б)  Цвет масочного покрытия -
    4)  Количество слоев маркировки краской (шелкография) -
           а)  если слой маркировки один - указать сторону платы,
               на которую наносится шелкография (TOP или BOTTOM) -
           б)  цвет маркировки -
    5)  Общая толщина платы - min... - max...
        (либо /цифры/ mm+-10%)
    6)  Тип материала -
    7)  Толщина медной фольги -
    8)  Финишное покрытие контактных площадок -
        (горячее лужение HASL, иммерсионное золото ENIG или иное)

   - при необходимости золочения только ламелей (к примеру
           Золочение разъемов) указать общее количество ламелей,
           Подлежащих золочению и тип золочения (иммерсионное золото,
           Гальваническое золото или другое)
    9)  Закрывать или нет переходные отверстия масочным покрытием
    10)  Особые требования заказчика
-----------Информация не являющаяся обязательной---------------------
    11)  Стэкап
       В качестве примера:
                                        L1      TOP +++++ Base Copper   35 mkm
FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================
                                        L2     Int1 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L3     Int2 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.208 mm - Critical Size ===================
                                        L4     Int3 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L5     Int4 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.120 mm - Critical Size ===================
                                        L6     Int5 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L7     Int6 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================
                                        L8     Int7 +++++ Base Copper   33 mkm
FR-4 HighTg  0.100 mm - Critical Size ===================
                                        L9     Int8 +++++ Base Copper   33 mkm
FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================
                                        L10    Int9 +++++ Base Copper   33 mkm
FR-4 HighTg  0.100 mm - Critical Size ===================
                                        L11   Int10 +++++ Base Copper   33 mkm
FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================
                                        L12   Int11 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L13   Int12 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.120 mm - Critical Size ===================
                                        L14   Int13 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L15   Int14 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.208 mm - Critical Size ===================
                                        L16   Int15 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.130 mm - Critical Size ===================
                                        L17   Int16 +++++ Base Copper   17 mkm
FR-4 HighTg  0.104 mm - Critical Size ===================
                                        L18  BOTTOM +++++ Base Copper   35 mkm
CRITICAL SIZE- изменение толщины диэлектрика +-10%
FREE SIZE- изменением толщины диэлектрика достигается наиболее
           точное соответствие финишной общей толщины платы
           заданному в техзадании параметру
     Finish Copper - финишная толщина меди
         либо
     Base Copper - базовая толщина меди (9, 18, 35 ,70 или 105 мкм)
    Если заказчик не предоставляет информацию по стэкапу – стэкап
Набирается по умолчанию, исходя из заданной заказчиком толщины платы.
Или в виде как показано ниже
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 12)  При необходимости проведения аппаратного контроля волнового
        сопротивления определенных цепей указываются следующие
        параметры:
Impedance  Ohm   Type       D-code        Width/Space     Signal Layer   Reference Layer
50 +-10%   Single trace     D - 10     0.140mm              L7           L6, L8
55 +-10%   Single trace     D - 11     0.100mm              L2           L3
55 +-10%   Single trace     D - 12     0.100mm              L5           L4, L6
55 +-10%   Single trace     D - 13     0.100mm              L7           L6, L8
55 +-10%   Single trace     D - 14     0.100mm              L9           L8, L10
55 +-10%   Single trace     D - 15     0.100mm              L11          L10, L12
55 +-10%   Single trace     D - 16     0.100mm              L13          L12
70 +-15%   Diff Pair        D - 17     0.190mm / 0.100mm    L7           L6, L8
70 +-15%   Diff Pair        D - 18     0.200mm / 0.100mm    L9           L8, L10
70 +-15%   Diff Pair        D - 19     0.190mm / 0.100mm    L11          L10, L12
85 +-15%   Diff Pair        D - 70     0.100mm / 0.100mm    L13          L12
90 +-15%   Diff Pair        D - 71     0.100mm / 0.120mm    L9           L8, L10
100 +-15%  Diff Pair        D - 20     0.100mm / 0.150mm    L2           L3
D-code - указывается если данные предоставляются в наш адрес в формате
         Gerber274X. Если данные несут в себе имена цепей - то указываются
         имена цепей.
Width/Space - ширина проводника цепи/расстояние между проводниками в дифф.цепи
При предоставлении в наш адрес информации в форме отличной от гербер-файлов
(например в Р-САDе)- указываются имена цепей, подлежащих аппаратному
Контролю импедансов, толщина проводников, составляющих эти цепи и в случае
Дифференциальной пары – зазор между проводниками дифференциальной пары.
Или в нижеследующем виде (важна не форма, а содержание)
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